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Taiwan Polyimide 

We know Polyimide 



免責聲明 

本簡報係由達邁科技股份有限公司(以下簡稱本公司)提供，
本簡報可能包含前瞻性陳述，當中涉及風險與不明朗因素包
括陳述本身的不確定性、風險、假設或其他因素如：經營上
的改變、競爭環境、經濟情勢、法規變化、科技發展與超出
本公司管控等因素，皆可能導致本公司實際營運結果與上開
前瞻性陳述有很大的差異。本公司不承擔因情勢變更而即時
更新或修正相關內容之義務。 

本簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證
券或金融商品的邀約，邀約之引誘或建議。本公司已盡合理
之注意，使本簡報於公開時無任何不真實或誤導。本公司及
其各關係企業代表人或董事，均不對此使用或因他人引用本
份簡報資料、或其它因簡報資料導致的任何損害負擔任何責
任。 
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公司及產品簡介 

2014年3Q營運績效 

Q & A 
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公司及產品簡介 
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公 司 及 產 品 簡 介 



Company Profile 
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Polyimide Film 

Manufacturer 

 Established: June, 2000 

 Company capital: 38M USD 

 Plant sites: Hsinpu & Tongluo 

 Employees: 310 (10% R&D & 

Process..)  

 IPO in TSE: October, 2011  
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Milestones 
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Applications 

Polyimide 
Film 

Flexible  
printed circuits 

Special 
application 

Pressure 
sensitive 

tape 

Oil drilling 
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battery 

Motors & 
Generators 

Aerospace & 
aircraft industry 

 



Applications  

Application TH TL TX TA** BK LW 

LED Light Bar 

 

 

Small 

size 

Medium 

size 

Large 

size 
◎ ◎ 

Display (LCM) 

 

 

Small 

size 
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size 
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size 
○ ○ 

Notebook 

 

 

◎ ◎ 

Mobile Phone 

 

 

◎ ◎ ◎ ◎ 

Package & 

Semi-additive 

 

◎ ◎ 

Photovoltaic  

Module ◎ ◎ 

** TA = Pomiran  8 



Application on PCBs 
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Double-sided 
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Product Lineup 

Model Thickness 

(mil) 

Application 

TH H, 1, 2, 3 Normal FPCB / Stiffener 

TL H, 1 Fine pattern & large size FPCB 

(LCM module, Multi-layered… ) 

TX 0.3, H, 1, 1.5, 2 IC package substrate 

(Driver IC, R-F PCB……..)  

BK H, 1 Coverlay of FPCB 

(Smart phone, optical element, LED 

light bar… ) 

LW 1 Coverlay of FPCB 

(LED back light module) 

TA H, 1, 1.5 Semi-additive PCB & FPCB 

(HDI, IC substrate, COF, PV……..) 
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軟板供應鏈 
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FPCB Supply Chain 
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Polyimide 
Copper   foil 

DuPont; Kaneka; Taimide 

SKC 

CCL Cover layer 

RCCT Technology; Arisawa; ShinEtsu; Toray；Taiflex；AEM 

Single-sided board 
Double-sided board Multi-layered board 

Career; Foxconn Advanced Tech; Mektec; Flexium Interconnect; Advanced 

Flexible Circuits; Neoflex 

Sunflex; Mutual-Tek; Complex Micro Interconnection; Uniflex; ICHIA 
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Furukawa; Taiwan Copper Foil 

Nippon Mining; Olin 



未來產品研究發展方向及產業前景 
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Product Research and Industrial Prospect 

• Black PI : Smart Phone Related   

• White PI : LED Light Bar Related   

• Ultra-thin PI: Smart Phone & Wearable… 

• Platable PI: Green FPC, Semi-Additive 

• Low DkDf PI: High Speed & Frequency..  

FPC 

• OLED 

• Touch Panel 

Flexible 
DISPLAY 

• Heat Resistance PI Flexible PV 
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2014年3Q營運績效 



16 

Y14Q3營運績效 

單位：新台幣百萬元 

Y14Q3 Y13Q3 QoQ(%) 

營業收入 411  284  45% 

營業毛利 139  90  55% 

營業費用 44  34  31% 

營業淨利 95  56  70% 

其他收入/費用 15  (3) -536% 

稅前淨利 109  52  109% 

稅後淨利 89  42  112% 

每股盈餘(元) 0.79 0.38 108% 

營業毛利率％ 34% 32%   

營業費用率％ 11% 12%   

營業淨利率％ 23% 20%   

其他收入/費用率％ 4% -1%   

稅前淨利率％ 27% 18%   

稅後淨利率％ 22% 15%   
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Y14Q1-Q3營運績效 

單位：新台幣百萬元 

Y14Q1-Q3 Y13Q1-Q3 YoY(%) 

營業收入 1,050  698  51% 

營業毛利 281  183  53% 

營業費用 122  94  30% 

營業淨利 159  90  77% 

其他收入/費用 7  3  178% 

稅前淨利 166  92  80% 

稅後淨利 134  74  80% 

每股盈餘(元) 1.21  0.66  83% 

營業毛利率％ 27% 26%   

營業費用率％ 12% 13%   

營業淨利率％ 15% 13%   

其他收入/費用率％ 1% 0%   

稅前淨利率％ 16% 13%   

稅後淨利率％ 13% 11%   
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銷售市場 
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應用市場 
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季度獲利趨勢 
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財務結構 

資產 

Y13Q3 Y14Q1 Y14Q2 Y14Q3 

負債比率 33% 35% 37% 38% 

每股淨值 14.98  15.23  15.09  15.88  

負債及股東權益 

2,658 2,855 2,907 3,109 
3,109 2,907 2,855 2,658 
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Q&A 



Thank you 
 

TAIMIDE TECH. INC 
 
 

www.taimide.com.tw 
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